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y^iy Lexterpiatte zur Befestigung uhd yerbihduiig- von elektri- 
schen Bauteilen, dadurch gekennzeichne t , daB die Leiterplatte 
au3 getrennten Lagen auTgebaut ist, daB eine obere riuBere 
Lage (t) aus dicketn Ba «i smateria L besteht uiid an der Unter- 
5 seite eine Me tallkaschierung (2) tragt, daft eine untcre .'uiBere 
Lage (3) ebenfalla aus dickem Basismaterial bestehtv daB die 
Lagen aus Basxsmaterial in einem vorgegebenen Raster (von 
z. B. 2,54 mm) vorgelocht sind (4), nicht jedoch die Metatl- 
kaschierting, dafl beim Atzen eines Leiterbildes in die Metall- 
ic kaschierung an entsprechenden Stellen AnschluBaugen erzeugt 

sind, welcbe einen geringeren. Durchmesser aufVei.sen als die \ 
Locher im Basisraaterial und zuni Ibtfreien, klaitimernderi Auf- . 
nehmen der AnschluBdrahte. elektrischer Bauteile. dienen 
(Fig. 1). 

15 2. Leiterplatte nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch weitere 
innere Lagen aus diinhem Basismaterial mit einer Metallkaschie-^ 
rung an der Unterseite , . wobei Locher und AnschluBaugen wie bei 
der oberen . Lage ausgebildet sind. . 

3. Leiterplatte nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeich- ' 
20 net, dafl die AnschluBaugen eine Form aufweisen dergestalt, 
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daB xn der Mltte eln Loch Ist, iron dem aus SchXltze strah- • 
ienrormlg nach auBen laufen (Pis* 2), 

km Lelterplatte nach Anspruch 1 pder . 2 , dadurch gekennzeich-- 
.net,' daB die verschiedenen . Lagen ml telnandeir verklebt slnd* 

5 5* Lelterplatte nach Anspruch 1 odei* 2, dadurch gekehhzelch* 
niet, daB die Metallkaschierung aue Pederbronze besteht. 
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Lelterplatte zur lotrrelen Befestlgung und Verblndung von 
elektrischen Baiiteilen 



Die. Erfindung betrlrft eine Leiterplatte zur Berestigung und 
Verbinduhg von elektriscben Bauteilen. 

Leiterplatten verden heute in alien Bereicben . der Elektro- 
tecbnik und der Elektronik eingesetzt. 
5 Sie erriillen die beiden Hauptaurgaben 

^ mecbaniscbe Berestigung der elektriscben Bauteile 
. 7 Herstellen der elektriscben Verbindungen der Bauteile unter- 
einander. 

. Das iiblicbe. Hers tellverrabren der Leiterplatteti sei ih.groben' 
O Z.iigen aurskizziert. • 

Zunacbst warden in eine Leiterplatte die.Aurnabmelocber Tiir 
die Anseblufldrahte der Bauelemente gestanzt bzw. gebobrt; 
gebobrt bauptsacblicb danui wenn infolge bober Leitungsdicbte 
Leitungen auf beiden Seiten der Leiterplatten geTubrt und iiber 
15 Durcbkontaktierungen in den . Auf nabmelochern miteinander ver* 
bunden warden miissen. 

' ■ 1. 
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Die Leitungen werden entweder aus elner dunnen Kupforfolxe, 
die. von Beginn an auf dem Bas±smatei-ial auTgebracht iat, 
herausgeatzt oder boi einer aaderen Technologxe auf" sensi- 
bllisier,tem Basismatei*ial ..aufgebaut . 

5 Nach dem Elnfiihren der Bauelemente-AnschlufidrMlite In die Auf- 
nahaelocher (Bestiicken) werden dlese an c^eh Lotaugen baw. den 
Durchkontaktierungen von Hand oder maschinell festgelStet. 
Die Lotyerbindung dient sowohl zur mechanische'n Befestiguhg 
als auch zur elektrischen Verbindung des Betuelemente^ . 

10 Die bis jetzt nicbt uingehbaren Nachteile dieses Herstellungs- 
prozesses siiid . . 

- das f iir jeden Leiterplattentyp indiyiduelle Lochbild , das 
durch Stanzen Oder Bohreti, d. h. durch aufwendige Arbeits- 
schritte, zu erzeugen ist, 

15 - die umfangreichen galvanischen Arbeiten wie Sensibiiisieren, 
. Aufverkupfern, Verzinnen, 

- das Lo ten, das auch heute rioch imtner nicht probleiii£-rei be- 
herrscht wird (schlechteLbtbarkeit durch Uberlagerung oder 

. schlechtes Zinnbad, FlieCmittelruckstande u?w. ). 

20 Der Erfiiidung liegt die Aufgabe zugrunde, die aufgezeigten 

Schwierigkeiten zu umgeben und die Herstelluiig der Leiterplat- 
ten zu verbiliigen, 

Errindungsgemafi werden dazu die Leiterplatten aiis verschiede- 
nen Lagen aufgebaut, die gett-ennt hergestellt werden. ?wei 

25 auBere Lagen bestehen aus dickem Basisraaterial , die obere 
tragt an der Unterseite eine Metallkaschlerung. Das Basis- 
material aller Lagen ist in einem vorgegebenen Raster (von 
z, B, 2,54 mm, dem Grundraster der Bauelemente-Anschlufidrahte ) 
vorgelocht,' nicht jedoch die auf dem Basismaterial ursprunglich 

30 aufgebrachte Metallkaschlerung. . . 
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In elnem lierkbinmllchen Siob- oder Photo-Druokverrahren wird 
aur die Metallkaschlerung der einzelnen Lagen (sowelt vor-. 
handen) jeweilis der Atzresxst fiir das Lexterblld aufgebracht. 
und die''*frei-stehenden Metaliriachen abgeatzt. 

5 Gieichzeltig mit dem Lelteirbxld werden AnschluBaugen : Ih die 
Metallkaschlerung geatzt; Dlese slnd Im DurcfaLinesser klelner 
. als die Lochung des- Basl.smaterlals und konnen verschledene . 
giinstlge Ausfiihrungsformen aufWelsen, SchlleBllch werden die : 
einzelnen Lagen zur Lelterplatte zusaminengesetzt • 

10 BeiiD Bestiicken werden die AnschluBdrahte elektrischer Bau- 

telle In die AnschluBaugen elngedriickt ; dlese verkrallen slcli 
an den Drahten und balten letztere Test. Gieichzeltig wlrd 
so die elektrl^che. Verblndung geschafren* 

.Fig. i zelgt elne. eliifache, errindungsgeiiiafi aufgebaute . Lel~ 
13 terplatte mlt oberer uhd unterer auBerer Lage 1 bzw« 3t der 
Metallkaschlerung 2 welche das Lelterblld tragt und die An- 
schluAaugen 5 enthalt, sowle die vorveg angebrachte Raster- 
iochung 4 des Baslsmaterlals • . . 

Wenn raehrere Ebeneh Tiir Lelterbllder erforderllch slnd, so 
20 enthalt die Lelterplatte vorte.ilhaf terwelse weltere Innere 
Lagen aus diinnem.. Baslsmaterlal. mlt elner Metallkaschlerung 
an der Unterselte. Der Aufbau geschleht wle beschrlebe'n • 

In elner vortellhaf ten. AusiTuhrungsromi slnd die Anschlufi- 
augen so ausgeblldet , daA sle in der Mltte eln Loch auf- 
25 welseni von dem aus Schlitze strahlenrormig hach auBen lau* 
Ten, Fig. 2 zelgt dafur eln Belspiel. Belm Bestiicken 
sprelzen sich die strahlen£ormigen Lappen auf und verkrallen 
sich besonders gut an den AnschluBdrahten voii elektrischen 
Baiitellen* ' 
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Vorteilhafterweise >erden die elnzelnen Lagen dor Leiter- 
. platte mltelnander verklebt. • . 

Die MetallkaschieruDg kann aus Federbronize aufgebaut sein, 
um ein vorteilhartes V^rhalten der AnschluAaugen errei-^ 
5 chen* . 

Pig, 3 zeig.t einen Ausschnitt aus einiBir Leiterplatte mit 
mehreren Lagen, die mit einem Baiiteil. bestiickt ist. In die- 
sem Beispiel weist die Leiterplatte neben den auBeren Lagen 
zwei innere Lagen 6 auf, die jede eine Metallkaschierung 2 
10 mit Leiterbild; aufweisen. Der AnschluBdraht des Bauteiles 
ist in die iibereinanderliegenden AnschluBaugen 5 der Metall- 
kaschierungen eingedriickt • Die AnschluBaug€sn verkrallen sicli 
in den AnschluBdraht • 

Die Vprteile der Erfindung liegen gegenuber den herkdmmlichen 
^5 Herstellungsprozeisseh besonders in f oigenden Punkt en : 

" Es ist kein individuelles Bohren und Stanzen der Leiter- 
platte nbtig,. 

- Die galvahischeii Arbeitsgange des Sensibilisierens, Aurver- 
kupf erhs und Verzinhens entf alien. 

20 ^ Kein manuelles Oder maschinelles Loten. 

- Die Leiterziige liegen geschiitzt im Inneren der Leiterplatte, 
es ist keihe Schutzlackieruiig erf orderlich. 

- Einfacher Austausch defekter Bauteile im Priirfeld und durch 
den Service: Abschneiden der Bautellanschlufldrahte , Heraus- 

25 Ziehen der prahte nach unten, Einistecken des neuen Bautei- 
- les • ' 
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